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(54) VERFAHREN ZUR INTEGRATION WENIGSTENS EINES ELEKTRONISCHEN BAUTEILS
IN EINE LEITERPLATTE SOWIE LEITERPLATTE

(57) Bei einem Verfahren zur Integration wenigstens
eines elektronischen Bauteils in eine Leiterplatte,
sind die folgenden Schritte vorgesehen:

Bereitstellen einer Schicht (4) einer Leiterplatte
zur Abstitzung des elektronischen Bauteils (1, 2,
3),

- Aufbringen eines Klebers (5) auf eine Oberfldache
der Schicht (4),

- Festlegen des elektronischen Bauteils (1, 2, 3)
auf der Schicht (4) mittels des Klebers (5) ,

- Aufbringen bzw. Anordnen wenigstens einer
elektrisch leitenden Schicht (8) auf bzw. an dem
Bauteil (1, 2, 3) an der vom Kieber (5) abge-
wandten Seite bzw. Oberflache, und

- Strukturieren der elektrisch leitenden Schicht (8)
entsprechend den Kontakten (7) des elektroni-
schen Bauteils (1, 2, 3) und/oder entsprechend
auf der Leiterplatte auszubildenden Leiterbah-
nen.

Dariber hinaus wird eine entsprechend diesem
Verfahren hergestelite Leiterplatte zur Verfiigung
gestelit.
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